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 要  旨 

貫通電極(TSV:Through‐Silicon‐Via) を利用した半導体3 次元積層技術の進歩により，プロセ

ッサやSoC の複雑かつ柔軟な３次元積層が現実的となった．従来のワイヤボンディングによるマ

ルチダイパッケージと比べ貫通電極によるz 軸方向の通信は，通常のビアサイズでの高密度実装

が可能であり，また経路を短縮できるため通信負荷やレイテンシを大幅に効率化させることがで

きる．このことから，3 次元活用によるブレイクスルーが期待されている． 

しかし，柔軟な3 次元実装の設計空間は広く，プロセッサを構成するブロックをどのように3 次

元配置すればよいかという問題にはまだ定まった答えがない．そこで本論文では，ブロックレベ

ルの簡単な3 次元配置を検討し，初期見積もりを行う．パイプラインシミュレータを用いて各ブ

ロック間の通信回数を計測し，ブロック間通信負荷を通信回数と配置距離の積和として近似する．

その上で，この通信負荷及び面積を最小化するように配置探索問題を原始モンテカルロ法, シミ

ュレーテッドアニーリング法により解き，3 次元プロセッサの予想される配置とその効果を検討

する.パラメタ算出手法と解探索手法について述べ, それらを用いて得られたブロック配置を示

す. 

ブロックレベルであれば原始モンテカルロ手法, シミュレーテッドアニーリング手法でも収束

し, 最適化も現実的であることを示す. 得られたフロアプランからフロントエンド, データパス, 

キャッシュ等が命令の通信回数の多さに従って配置されており, ブロックレベルのシミュレーテ

ッドアニーリング探索でも, ある程度意味のある自動配置ができており, 効率化が推測できる. 

また,3 次元積層による通信負荷や面積の減少の見積もりを示す. これらにより,3 次元積層プロ

セッサのフロアプラン最適化に将来性があると見込めている. 

 


